
Encapsulant for car device
車載用封止材

Silicone LED Encapsulant for car device
車載LED用封止材 LPS-2434車載LED用封止材 LPS-2434

Epoxy molding compound for car device
車載用エポキシ封止材

SMC-762 series
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耐クラック性
Crack resistance
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シリコーン変性技術
Silicone-epoxy hybridization technology

高CTE化
Higher CTE

低応力材混合
Modulus absorber blend

Standard methyl

Level 3 ＋260℃ reflow 3times
（－55℃/15min 　125℃/15min） 

低弾性
低CTE

耐寒性
耐クラック性

SMC-762
シリコーン変性技術
Silicone hybridization technology

Low modulus
technology

低応力技術

標準メチル

LPS-2434
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